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盛帆半导体(苏州）有限公司
企业简介SFA  Semicon (Suzhou) Co.,ltd

SFA :Solution For Advancement
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集团介绍 - SFA반도체Group
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From To Distance Time

In-Cheon AirPort STS 1
st

Plant 135 km 90 min

STS 1
st

Plant STS 2
nd

Plant 4 km 5 min

公司概况 - SSK회사
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From To Distance Time

Manila Clark 114 km 90 min

Clark Airport Plant 5 km 5 min

公司概况 - SSP회사
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公司概况 - SSC회사

盛帆半导体（苏州）有限公司

E:/盼盼/人事/招聘管理/公司介绍/2019/盛帆半导体 公司简介.mp4
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总经理

YJ Zhao

.2019.09.05

总计 生产 技术、质量 支援

293 190 66 37

【员工总数 ： 293 】

总经理 支援 总计

1 5 6

【韩籍人员】

制造 Team
190人

朱建清T(Y14) 

制造 1P 
（32）

胡岗P(Y14)

制造 2P 
（58）

夏和平P(Y14)

制造 3P 
（50）

梁玉峰P(Y15)

技术Team
24人

金玄赞

王超凡T(Y13)

工程技术P

秦章森K(Y5)

TEST技术P

姜垠哲

品质 Team
34人

朱东河

邹美娟T(Y15)

CS Team
8人

朴成馥

支援Team
37人

赵振焕

人事 (14)

王盼盼P(Y11)

财务(6)

胡清刚P(Y13）

资材(13)

赵晓明P(Y15）

电算(4)

辛铉哲P(Y1)

组织结构 -- SSC

PCS P

蒋新雄P(Y15)

Utility P
(7)

刘仁志P(Y13)

制造 TEST P
（43）

梁玉峰P(Y15)

CS P

梁燕蕾Z(Y6)
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发展历程

2004年 2008年 2012年 2015年

公司成立（2004年3月）

DIP／SOP生产线投产

通过ISO-9001:2000 ／TS16949

高新技术 相关认证

铜制程导入及量产

自动化生产系统ERP／MES 建立

QFN／TSOP 量产

BGA生产线建立
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服务项目

提供专业的IC封装测试解决方案

成品出库芯片测试芯片封装晶圆接收

系统／原材料准备

来料通关、检查

生产计划及投入

芯片准备（研磨／切割）

贴片／键合（金／铜／铝线）

芯片塑封／印字／成型

直／交流测试

参数测试

功能测试

半制品／全制品出库

最终检查，包装

出库资料生成
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产品目录

双列直插式封装
Dual In-line Package

细间距球栅阵列
Fine-Pitch Ball Grid Array

方形扁平无引脚封装
Quad Flat No-lead 

四面扁平封装
Quad Flat Package

双侧扁平无引脚（存储）
WSON (Flash IC)

双侧扁平无引脚封装
Dual Flat No-lead

功能器件
Transistor Out-line

小外形封装
Small Out-Line Package
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Capacity Status

◆ Machine Status 

◆ CAPA Status

PACKAGE CAPA 

SOP 7/8/14/15/16 24,000 

SOP 20/24/26/28/32 15,000 

SSOP 10/20/24/28/30 2,300 

TSSOP 14/28/48 8,000 

MSOP 8/10 10,000 

VQFP 34/128 5,000 

LTQFP
48/64/80/100

/128/144/160/176/208/216/256
10,500 

(UNIT:  KP/MONTH)

PACKAGE CAPA 

QFP 64/80/100/128/160/208/240/256 2,800 

QFN
8/10/16/18/20/24/28/32/36/37/
40/42/44/48/50/56/60/64/76/88

12,000 

DFN 8 25,000 

DIP 8/20 5,200 

ADIP 12 0 

SDIP 24 0 

TO-220F 3 8,000 

Process TOTAL
Back

SAW D/A W/B M/D M/K T/F TEST 
Grind 

SET 635 1 10 60 386 44 13 52 69

Total 
116M
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质量方针

我们的质量方针是基于有竞争力的成本，运用高

效的质量体系，提供最好的产品及服务，以满足

客户的要求和期望。
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体系认证
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产品研发流程

框架、基板设计
Lead frame, Substrate Design 

框架、基板交付
Lead frame, Substrate Delivery 

工程样品封装
Engineer Sample Assembly 

信赖性测试
Reliability Test （MSL1&MSL3）

周期（TAT）: 5 天（D）

周期（TAT）: 4周（W）

周期（TAT）: 1周（W）
*注：紧急产品3~5天

周期（TAT）: 2周（W）
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MDM(数据库)

• 产品信息
• 材料清单/用量
• 机器信息
• 机器参数信息
• 作业规范
• 良率
• 工作流程 等

Glomis (MES) / QRP(质量)

• Lot 在工 / 记录
• 材料在工/ 记录 / 检查
•质量控制 (良率/作业时间/CCS 等)
• 塑封 / 冲模 治具管理
• 机器认证 等

中间设备 (Tib/Rv)

• 机器状态报告（运行、待料、停机）
• 机器事件、报警报告
• 机器参数检查
• 机器自动锁定
• 机器程序上传、下载
• 生产批次追踪
• 芯片Map自动导入

MC3I 
SECS/GEM M/C

机器控制

FMB

• 机器状态实时监控（运行、待料、停机）
• 材料信息等

Glomis OI

• 材料批次追踪
• 材料清单、用量控制
• 材料寿命控制
• 塑封、冲模治具控制

Lot Card 
SCAN

• Lot No.

材料产品信息
扫描

 仅使用于封装产线1课  使用于整个封装产线

作业&监控

自动化生产管理系统
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MAP 发送
(模拟Map机器)

SECS/HSMS

FTP&DB 服务器

数据库存取

查询或FTP Map处理

P
P

P

MAP 转换服务器

客户 map  PSTS map

■ 贴片机器 (SPA-300/400)
① 扫描芯片条形码

② 下载芯片Map

③ 人工参数检查

④ 机器锁定
-> D/A 角度

在线项目
•机器状态报告（运行、待料、停机）
• 机器事件、报警报告
• 机器参数检查
• 机器自动锁定
• 机器程序上传、下载

检查内容
• 顶针高度
• BOND力量
• BOND热量
• BOND_TIME速度
• D/A 角度等

条形码

条形码
芯片 ID

扫描

站别 #1

芯片 ID.

芯片Map

MC3I

自动化生产管理系统
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■ 材料（治具）的 发货与锁定 （封装产线）

1. 材料投入
（材料lot#)

2. 材料加载
（材料lot#)

3. 材料消耗
(材料用量)

4. 材料卸载
(材料lot#)

5. 材料采集
(材料lot#)

6. 材料报废
(材料lot#)

■ 材料加载举例

A. 产品投入

B. 产品输出

材料锁定点#1
• 作业员产品投入时材料清单不匹配
• 材料使用寿命到期（Epoxy, EMC, etc)      

材料锁定点#3
• 材料未做投入，产品无法进行输出
• 治具使用寿命到期

材料锁定点#2
• 产品在投入状态时材料不可以卸载 DA工序LF加载 DA工序Epoxy加载

WB工序Wire加载 WB工序劈刀加载

MD工序EMC加载

工序 材料

T/M EXPANSION TAPE

SAW BLADE

D/A

LEAD FRAME

EPOXY

DAF

W/B

WIRE

CAPILLARY

WEDGE

MOLD
EMC

Mold Die

T/F T/F Chase MD工序治具加载

自动化生产管理系统
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自动化生产管理系统
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大规模集成电路

QFP/SOP/DIP

功率器件

DFN/SOP/QFP/TO

复合信号

TQFP/DIP/QFN
LCD产品

MSOP/TSOP/QFN

微程序处理器

SOP

大规模集成电路

64QFP /48TQFP 

模拟装置

SOP/TO

LED/LCD 产品

QFP/SOP/DIP

微程序处理器

SOP/QFP

音频声频器件

QFN

主要客户
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谢谢！


